職 務 経 歴 書
20XX年XX月XX日現在
氏名　〇〇 〇〇
■職務要約
300mmウェーハのロジック・メモリ製品を扱う半導体前工程工場で、◯年間プロセスエンジニアとしてCVD成膜とドライエッチング工程を担当しました。量産工程の条件管理とSPCによる日々の工程監視に加え、新規膜種の条件出しから量産移管までを年◯件担当し、装置エンジニア・品質部門と分担を決めて進めてきました。不良発生時は分析評価データと工程履歴を突き合わせ、条件変更の可否を根拠を添えて提案することを重視しています。
■職務経歴
※掲載内容は架空の記入例です。社名・期間・業務・数値・資格は実際の経験に合わせて書き換えてください。
□20XX年4月〜現在　株式会社〇〇〇〇
事業内容：300mmウェーハ対応の半導体前工程製造工場（ロジック・メモリ製品／クリーンルーム勤務）
	期間
	業務内容

	20XX年4月
〜
現在
	所属・役職：プロセスエンジニア
【担当業務】
・CVD成膜工程（SiO2・SiN等）の条件管理、膜厚・膜質の日常モニタリング
・ドライエッチング工程（Poly・Oxide・Metal）の量産維持と寸法ばらつきの改善
・新規膜種・新条件の評価と量産移管（年◯件）、変更管理文書の作成
・不良・装置異常発生時の原因調査と対策立案、装置エンジニアおよび品質部門との連携
【実績】
・エッチング工程の寸法均一性を装置別に層別解析し、条件とチャンバー割付を見直した結果、対象製品の歩留まりが約◯%向上
・成膜チャンバーのクリーニング頻度と搬送条件を再設定し、パーティクル起因の不良発生を約◯%低減（変更前後◯ヶ月比較）


■活かせる経験・知識・スキル
・CVD装置・ドライエッチャーのプロセス条件設定とレシピ管理
・分析評価データの読み解き（SEM・XPS・膜厚測定・パーティクル測定）
・SPCによる工程監視、DOEを用いた要因解析、統計解析ソフトの使用
・不良解析報告書・変更管理資料の作成、他部門との仕様調整
■資格
・半導体製品製造技能士2級（20XX年X月取得）
・QC検定2級（20XX年X月取得）
■自己PR
工程変動の要因を、思い込みではなくデータの切り分けから特定することが強みです。エッチング工程で寸法ばらつきが拡大した際は、装置別・チャンバー別に測定値を層別し、DOEで影響の大きいパラメータを絞り込んだうえで条件を再設定し、変更後◯ヶ月の推移で安定を確認しました。貴社でも、担当工程の管理項目と判定基準を整理し、量産を止めない範囲で改善を積み上げる進め方で貢献したいと考えています。
以上
